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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 6-13: Design guideline of open-top-type sockets for

Fine-pitch Ball Grid Array (FBGA) and Fine-pitch Land Grid Array (FLGA)
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FOREWORD

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization con
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC'is, to ¢
Fnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fie
end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifi
hnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereaftefreferred to 34
lication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee inf|
he subject dealt with may participate in this preparatory work. International)y governmental ar
ernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance;Wwith conditions determ
eement between the two organizations.

formal decisions or agreements of IEC on technical matters expressgas,nhearly as possible, an inter
sensus of opinion on the relevant subjects since each technical cemmittee has representation f
rested IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for interpational use and are accepted by IEC N
hmittees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content
lications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or
nterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publ
sparently to the maximum extent possible inthieir national and regional publications. Any divg
veen any IEC Publication and the corresponding.hational or regional publication shall be clearly indi
latter.

itself does not provide any attestation_of. Conformity. Independent certification bodies provide cor
pssment services and, in some areassy, access to |IEC marks of conformity. IEC is not responsible
ices carried out by independent certification bodies.

isers should ensure that they havethe latest edition of this publication.

iability shall attach to IEC ar its directors, employees, servants or agents including individual exp¢g
hbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dan
r damage of any natureswhatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feg
bnses arising out of ‘the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
lications.

ntion is<drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the su
nt rightsIEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ptiomal  Standard |IEC 60191-6-13 has been prepared by subcommittee

prising
romote
Ids. To
ations,
s “IEC
erested
d non-
closely
ned by

ational
rom all

ational
of IEC
for any

cations
rgence
ated in

formity
for any

rts and
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ntion is drawn._to.the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publicafions is
indigpensable fotithe correct application of this publication.

bject of

47D:

Semiconductor devices packaging, of IEC technical commitiee 47: Semiconductor devices.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2007. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) BGA package nominal length and width have been newly expanded to 43 mm and 43 mm,
respectively. Accordingly, six socket sizes have been added to the socket
numbers 1, 2 and 3, and twenty-two socket sizes have been added to the socket group

nu

mber 4.

group
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47D/878/FDIS 47D/885/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

anical

J until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
relatefl to the specific publication. At this date, the publication will be
e re¢onfirmed,

e withdrawn,

e replaced by a revised edition, or

e anfended.
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INTRODUCTION

This part of IEC 60191 aims to standardize the outer dimensions of the sockets for FBGA and
FLGA, where leading-edge developments are aggressively innovated, to establish their
compatibility with the needs of the surface-mount industry that is globally expanding due to
enhanced functions and performances of electrical devices.

For defining each dimension, the target was to indicate the standard design value which has
the concept of the design centre as much as possible, aiming to enhance the function as a
standardization index.
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 6-13: Design guideline of open-top-type sockets for

Fine-pitch Ball Grid Array (FBGA) and Fine-pitch Land Grid Array (FLGA)

1 Scope

ckets

This pwmmmmmw
for Fine-pitch Ball Grid Array (FBGA) and Fine-pitch Land Grid Array (FLGA). In partictlar, this

part of IEC 60191 establishes the outline drawings and dimensions of the open-top-typ
and burn-in sockets applied to FBGA and FLGA.

2 Nprmative references

The fd

are infdispensable for its application. For dated references, only/the“edition cited applie

e test

llowing documents, in whole or in part, are normatively referenced in this documept and

s. For

undated references, the Ilatest edition of the referencéd~document (including any
amendments) applies.

IEC 69191-2, Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 2: Dimension$

IEC 69191-6, Mechanical standardization of semjconductor devices — Part 6: General rules for

the preparation of outline drawings of surface mounted semiconductor device packages

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, ‘the terms and definitions given in IEC 60191-6 apply

4 Spcket code

4.1

A soc

EXAMH

Construction of socket code

et code is constructed as follows.

LE

Symbol of Symbol of Symbol of Number of Terminal
socket socket nominal terminal pitch
type dimension arrays
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

SFB TX 2120AB 1616 080
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4.2 Symbols
4.21 Semiconductor sockets symbol

The symbol for socket shall be expressed in three characters. The first character, “S”, refers
to socket and the rest to the package code. FBGA shall be expressed as “FB”, FLGA shall be
expressed as “FL”.

4.2.2 Socket type symbol

The symbol for socket type shall be expressed in two characters. The first character “T” refers
to open-top type and the rest remains option “X”. Clamshell type socket is referred to as “C”.

4.2.3 Socket nominal dimension symbol

The symbol for nominal dimension shall be expressed in six characters, which“eonsist ¢f four
numetfic characters and two alphabetical characters. The first four numeric characters gomply
with nominal dimension E x D, which refers to the applicable maximum_width and length of
FBGAJFLGA package.

The Igst two alphabetical characters refer to socket base matrix size_either an even or an odd.

It refers to an odd contact row by “A” and an even contact¢ow by “B” in the following [order:
socke} width direction and then socket length direction.

Namely, it refers to “AA” in case row number is an/odd number both for width and |ength
direction, “BB” in case row number is an even number both for width and length directiop, “AB”
in cage row number is an odd number for width-direction and an even number for |ength
direction, and “BA” in case row number is an<even number for width direction and an odd
number for length direction.

4.2.4 Number of terminal arrays

The symbol for the number of terminal arrays shall be expressed by four numeric charpcters
applyihg applicable package matrix size in the E direction and the D direction.

4.2.5 Terminal pitch

The gymbol for termiinal pitch of applicable package shall be expressed in three nymeric
charagters. The detimal sign is omitted.

5 Terminal number

angle from topS|de Thehonzontal row nearest to the index corner when the index |s placed
on the left topside is referred to as A.

As the row moves down, the number changes in the order of B, C, ....... AA, AB.

The terminal number one (1) is defined for the vertical row nearest to the index corner. As the
row moves rightward, the number is increased to two (2), three (3), etc. The terminal number
is combined with these letters and numbers and expressed as A1 or B1. Six (6) alphabetical
letters, “I”, “O”, “Q”, “S”, “X” and “Z”, shall not be used as symbols for a horizontal row.


https://iecnorm.com/api/?name=d64fdd8bdbbccdca92ccac72644b4d29

6 Socket nominal dimension

IEC 60191-6-13:2016 © IEC 2016

The applicable package length and width which extend from 1,50 mm to 43,0 mm by 0,50 mm
increments are divided into ten package groups. The socket nominal dimension is defined by
the largest value of the package length or width in each socket group.

In consideration of a specific need for minimum socket outline size, the socket nominal
dimension with 1,0 mm increments can be specified as an exception. The package length and
width of 5,00 mm or less are unified in one socket nominal dimension.

7 S

Socke
to cov

In soq
Socke
24,0 n

In sod
and w
side.

Socke
is con
the sa

t length and width are categorized into four groups, from group one (1) to group fd
er the difference of its terminal counts and mechanism (see Table 1).

ket group one (1), two (2) and three (3), only the square socket joutline is all
t length and width are determined by the nominal dimensioncvalue plus 36,(
nm and 12,0 mm, respectively.

ket group four (4), square and rectangular socket outlines’are allowed. Socket
idth are determined by the nominal dimension value pJus‘8,0 mm independently ir

t group one (1) is intended for a high terminal.counts package or a FLGA socket
nposed of a complicated socket structure. Socket groups two (2) and three (3) @
cket currently available. Socket group fouri(4)is for the socket which is required tq

the smallest possible outline, such as for Memary IC.

Table 1 — Overview.-of the different socket groups

ur (4),

owed.

ength
each

which
re for
have

Socklet group number | Allowed socket'outline

Value added to the socket nominal dimensioln

to determine the socket length and width

Group 1 Sguare 36,0 mm
Group 2 Square 24,0 mm
Group 3 Square 12,0 mm
Group 4 Square or rectangular 8,0 mm

8 R

8.1

Sifline drawi

pference symbols and schematics

Outline drawings of the socket and the terminal diameter are shown in Figure 1 and Figure 2,
respectively. The applicable package outline is presented in Figure 3. The overall dimensions
are given in Table 2 and socket dimensions in Table 3 and Table 4.


https://iecnorm.com/api/?name=d64fdd8bdbbccdca92ccac72644b4d29

IEC 60191-6-13:2016 © IEC 2016 -9-

Sw A As
a
Swi A
c
e Ay o)
Q
27 | R
% i & - |
] ! S | | ]
| o
A oo |:|i oo | | =S
B oooooao _ | |
C ooojlooo @ | ! - 1
| |
8 5§ |l __eesooo—gb——+ | B T I — N
0l Pl o oooloooD A | | =3
ooojooo I I L \
ooo0Oo0DD | | — b
00D l.'.||l:l oo I I —
:L| | ,% | '
T ; } f
T Iy |
NP, 123 4 oy =
[S]
SW F
e e
W
|
|
| | |
!
]
IO e o
[ IEC
2 Indicates the mounting plane.+The mounting plane is defined by the plane where the socket contfcts its
modynting surface.
b Stigulates the true geometric position of the terminals.
¢ Indicates positional tolerance of the index mark. Index mark should be completely within the shaded areg.
Figure 1 — Outline drawings of the socket
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O

Terminal Cross-Section

View on arrows TEC

Terminal diameter is defined as the maximum diameter of a circle \circumscribed about a hofizontal
crogs-section of the terminal from the mounting plane.

Figure 2 — Outline drawings for the definition_of terminal diameter
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Figure 3 — Applicable package outline
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8.2

Reference symbols and schematics of recommended socket mounting pattern on

printed circuit board

The drawing of the recommended socket mounting pattern on a printed circuit board is shown
in Figure 4 for reference in designing printed circuit board. See Table 5 for recommended

dimensions.
Spw2
2Bp1 Spw1
S B85
0717~ T
|
|
|
|
|
|
|
|
i
o O }
o) o O l
‘ -
O o O ]
|
N 5 O O ; a
Qo [o% e e —— -y [ — —
» n O PWVO !
o) O 0 1
|
O o O }
o I
O o O |
1 |
|
|
|
|
|
( ) |
|
Wp
IEC
NOTE | The subSeript "p" indicates projected dimension. For example, Lp is recognized automatically
project¢d dimension “L” to the base plane.
Figure 4 — Socket mounting pattern

as the
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8.3

Overall dimensions

—12 =

Overall socket dimensions are shown in Table 2. Every reference symbol is
Figure 1 and Figure 2.

Table 2 — Overall dimensions (7 of 2)

IEC 60191-6-13:2016 © IEC 2016

indicated in

alignment pins
in W-direction
(inside)

Group 4: No pins exist

. . Recommended
Reference Stipulations
Name value Supplement
symbol mm
mm
Socket nominal E xD This value is based on the nominal dimensions - Table 3,
dimengton of FBGAanmd FCGATompatittewiththe Table 4
socket.
Sockelt length L Socket length: L nominal defined. - Table 3,
L = W (group 4 is exception). Table 4
Socket width w Socket width: W nominal defined - Table 3,
W =L (group 4 is exception). Table 4
Socket height A max = 22,0 -
End s{roke A, A, max = 16,0 14,0
height
13,5
Seatirlg plane A, A, max = 14,0 9,7
height
8,2
Termipal pitch e=0,80 e=0,65 e=0,50 e 0,40 -
Termipal length A, A;=0,71t06,3 -
Termipal b Maximum dimension of the{terminal cross- -
diameter section
e @b max
0,80 0,28
0,65 0,21
0,50 0,20
0,40 0,19
Numbgr of n, n, =0, 2,3, 4 (one to be selected) -
alignnjent pins
(insid¢)
Numbgr of n, n, =0, 2,3, 4 (one to be selected) -
alignnjent pins
(outsigle)
Alignment pin F Foin =10 -
length
Distance S 4 Group 1, 2, 3: Socket nominal dimension plus - Table 3,
between 5,0 Table 4
alignment pins . .
in L-direction Group 4: No pins exist
(inside)
Distance Swi Group 1, 2, 3: Socket nominal dimension plus - Table 3,
between 5,0 Table 4



https://iecnorm.com/api/?name=d64fdd8bdbbccdca92ccac72644b4d29

IEC 60191-6-13:2016 © IEC 2016 -13 -

Table 2 (2 of 2)

. . Recommended
Reference Stipulations
Name value Supplement
symbol mm
mm

Distance S, Group 1: Socket nominal dimension plus 30,0 - Table 3,
between ) . ) ) Table 4
alignment pins Group 2: Socket nominal dimension plus 18,0
in L-direction Group 3: Socket nominal dimension plus 9,0
(outside)

Group 4: Socket nominal dimension plus 5,0
Distance Swo Group 1: Socket nominal dimension plus 30,0 — Table 3,
betwegn ] . ) ) Table 4
alignnjent pins Group 2: Socket nominal dimension plus 18,0
in W-direction Group 3: Socket nominal dimension plus 9,0
(outsigle)

Group 4: Socket nominal dimension plus 5,0
Alignment pin B, @B, max = 1,5 -
diameter
(inside)
Alignment pin B, Group 1 and 2: @B, max = 2,0 - Table 3,
diameter ) _ Table 4
(outsidle) Group 3 and 4: @B, max =1,5
Centr¢ terminal S, When M, is an odd number, § =0 -
positign in .
L-direktion When M, is an even number, S| = e/2
Centr¢ terminal Sw When M,, is an odd number, S, =0 -
positign in Wh . _
W-direction en M, is an even number:S,; = e/2
Numbgr of N Number of terminals and matrix sizes shall be -
terminjals equal to those of the applicable package

N specified in IEC 60194>2.

Matrix size in M,
L-direftion Matrix layout withypartially thinning-out

terminal is accepted.
Matrix size in My
W-dirgction
Package setting Direction of shifting for package insertion. -
directijon This‘is to provide the direction of package

shifting in order to ensure uniformity when

fitting a package to a socket that has a larger

terminal matrix than the package, when that

package has an odd number of rows less than

the socket. The direction of shifting shall be

upper left.
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Table 3 — Socket dimensions for Group 1, 2 and 3 (square socket) (7 of 2)

Socket length and width

Socket nominal dimension mm

Longer side of package

length or width
mm

ExD
mm

Group 1

Group 2

Group 3

L=W

L=W

1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00

9x9

45,0

33,0

9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00

13 x 13

49,0

37,0

25,0

13,50
14,00
14,50
15,00
15,50
16,00
16,50
17,00

17 x 17

53,0

41,0

29,0

17550
18,00
18,50

19,00
19,50
20,00
20,50
21,00

21 x 21

57,0

45,0

33,0
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Table 3 (2 of 2)

Socket length and width

Longer side of package
length or width

Socket nominal dimension

ExD
mm

mm

Group 1

Group 1

Group 1

L=W

L=W

L=W

25 x 25

49,0

37,0

29 x 29

65,0

53,0

33 x 33

69,0

57,0

45,0

37 x 37

73,0

49,0

41 x 41

77,0

65,0

53,0

43 x 43

69,0

57,0
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Table 4 — Socket dimension for Group 4 (square or rectangular socket)

Package Socket Socket length Package Socket Socket length
length or nominal and width length or nominal and width
width dimension width dimension
ExD mm ExD mm
mm mm Group 4 mm mm Group 4
L=W L=W
1,50 22,50
31,0
2,00 23,00 23 x 23 ’
2,50 23,50
300 . - 24.00 24 x 24 32,0
X
3,50 ' 24,50
330
400 25,00 25> 25 >
4150 25,50
5100 26,00 26 x 26 34)0
550 26,50
14 350
eloo 6 x 6 ,0 27.00 27 x 27 )
6,50 27,50
7100 7x7 15,0 28,00 28'x 28 360
7,50 28,50
1 3700
aloo 8x8 6,0 29.00 29 x 29 )
8,50 29,5Q
oloo 9x9 17,0 30.00 30 x 30 380
9,50 30,50
1 390
19,00 10 x 10 8,0 31,00 31 x 31 )
19,50 31,50
11,00 11 x 11 19,0 32,00 32 x 32 4000
11.50 32,50
2 41)0
13.00 12 x 12 0,0 33.00 33 x 33 )
13,50 13 x 13 21,0 33,50 34 x 34 42)0
13,00 ) ' 34.00 x )
13,50 34,50
22 43)0
14.00 14 x 14 ,0, 35.00 35 x 35 )
14.50 15 x 15 23,0 35,50 36 x 36 440
1%,00 8 : 36,00 8 ’
1%,50 36,50
24 45)0
18.00 16 x 16 ,0 37.00 37 x 37 )
14,50 17 xAT 25,0 37,50 38 x 38 460
17,00 i ' 38,00 x )
11,50 38,50
26,0 47)0
18.00 18% 18 , 39.00 39 x 39 )
14,50 19 x 19 27,0 39,50 40 x 40 480
19,00 ) ' 40.00 x ]
19,50 40,50
20,00 20 x 20 28,0 41.00 41 x 41 49)0
20,50 21 x 21 29,0 41,50 42 x 42 50,0
21,00 ) ' 42.00 x :
21,50 42,50
30,0 51,0
22.00 22 x 22 , 43.00 43 x 43 ,
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8.4 Recommended dimensions of socket mounting pattern on printed circuit board

Dimensions of socket mounting pattern on printed circuit board are shown in Table 5. Every
reference symbol is indicated in Figure 1 and Figure 4.

Table 5 — Socket mounting dimensions

Stipulati Recommended
N Reference Ipufations value Supple-
ame
symbol mm ment
mm
Socket mnllnfing L Socket mnllnfing Inngfh' | max =
length ’ ’
Lp =L+0,8
Socket mounting Wp Socket mounting width: Wp max -
width
Wp =W+0,8
Termipal length A, A;=0,7106,3 =
Throuph hole @bp Through hole diameter: Gbp min -
diameter -
e @bp min
0,80 0,30
0,65 0,23
0,50 0,22
0,40 0,20
Distarjce between SpLq Group 1, 2, 3: Socket nominal dimension plus - Table 3,
holes for alignment 5,0 Taple 4
pin in |L-direction ) ;
(insid¢) Group 4: No holes\éxist
Distarice between Spwi1 Group 1, 2;-8: Socket nominal dimension plus - Table 3,
holes for alignment 5,0 Taple 4
pin in |W-direction ) )
(insid¢) Group4: No holes exist
Distarjce between SeL Group 1: Socket nominal dimension plus 30,0 - Table 3,
holes for alignment ) ) . ) Taple 4
pin in [L-direction Group 2: Socket nominal dimension plus 18,0
(outsidle) Group 3: Socket nominal dimension plus 9,0
Group 4: Socket nominal dimension plus 5,0
Distarlce between Spw2 Group 1: Socket nominal dimension plus 30,0 - Table 3,
holes ffor alignment ) . . . Taple 4
pin in W-direction Group 2: Socket nominal dimension plus 18,0
(outsidle) Group 3: Socket nominal dimension plus 9,0
Group 4- Sacket nominal dimension plus 5 0
Di_ameter of_ @Bp1 @Bpmm =1,6 -
alignment pin hole
(inside)
Di_ameter of_ QBPZ Group 1 and 2: @Bpmm =21 -
alignment pin hole . _
(outside) Group 3 and 4: ngzmin =1,6
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9 Individual outline drawing standard registration

To propose the registration of an individual standard for a new outline, any section marked
with “X” as in Table 6 below shall be filled with dimensions or letters.

Table 6 — Registration table

Reference number

Socket code XXX-XX-XXXXX-XXXX-XXX-XX

Ref ot M N et Meaocmtm—
TCTeTive OylllUUI wrmrrnnruTm mwuommmiTarn

L X

X

> =2

<

> | >
N

(]

X | X[ X ]| X

X | X[ XX

P4
X | X[ X]|X]|X



https://iecnorm.com/api/?name=d64fdd8bdbbccdca92ccac72644b4d29



https://iecnorm.com/api/?name=d64fdd8bdbbccdca92ccac72644b4d29

- 20 - IEC 60191-6-13:2016 © IEC 2016

SOMMAIRE
AV ANT - PROP O ... ettt e e e 21
LN @ 7 16 L@ L ] 23
1 Domaine d'appliCation ... ... 24
2 Reéférences NOImMatives ... o e 24
3 Termes et defiNItioNS ..o 24
N O Yo 1= N0 [T =] U o o Yo SO 24
4.1 Constructionducodedusupport——————————— .. 24
4.2 SYMDOIES .. e e DB 25
421 Symbole des supports a semiconducteurs ... O 25
42.2 Symbole du type de support......cccooeiiiiiii b e e 25
42.3 Symbole des dimensions nominales du support ........ccooeeee o o, 25
42.4 Nombre de bornes en réseau .........cccooiiiiiiiiiiiii e N e 25
4,2.5 Pas des bOrnes ... N e 25
5 Numérode borne........oooiiiiiiii e D e 25
6 Oimensions nominales de support.......cccooovvviiiiiiiin o 26
7  Largeur et longueur de SUPPOIT ... e e e e e e e e e 26
8 Symboles et schémas de référence..........ccooviiic S 26
8.1 Dessins d'encombrement ... AL 26
8.2 Symboles et schémas de référence de la configuration de montage de

support recommandée sur carte de circuit imprimé...............oocoiiiiiiinnn o 29
8.3 Dimensions hors-tout ... s e e 30

8.4 Dimensions recommandées de {a‘configuration de montage du support sur
carte de Circuit imprimeé ... 8 e e 35
9 Hnregistrement de normes particuliéres pour dessins d'encombrement...................J..... 36
Figurg 1 — Dessins d’encombrement du support ....... ... 27
Figurg 2 — Dessins d'encombrement liés a la détermination du diamétre des bornes ......J..... 28
Figurg 3 — Encombrement de boftier applicable ...........c.ooiiiiiiii e 28
Figurg 4 — Configuration de montage de support ........coooiiiiiiiiii e e 29
Tableau 1 —Apercu des différents groupes de supports........ccoccevevviiviiiiiiiiiciiiene L 26
Tablegu2 =" Dimensions hors-tout (7 SUr 2) ......oooiiiniiii e e 30
Tableau 3—Dimensions de SUpport pour supportcarre aes groupes t, 2 et 3 (1 sur 2y ...... 32
Tableau 4 — Dimension du support pour le Groupe 4 (support carré ou rectangulaire) ......... 34
Tableau 5 — Dimensions de montage du SUPPOIt.......ooi i 35

Tableau 6 — Tableau d’enregistremMent. ... 36


https://iecnorm.com/api/?name=d64fdd8bdbbccdca92ccac72644b4d29

IEC 60191-6-13:2016 © IEC 2016 -21-

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS -

Partie 6-13: Guide de conception pour les supports sans couvercle pour
les boitiers matriciels a billes et a pas fins (FBGA) et les boitiers

AVANT-PROPOS

1) La |Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale\de normglisation
conjposée de lI'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de/I'lEC). L'IEC|a pour
objgt de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les dgmaines
de Ifélectricité et de I'électronique. A cet effet, '|EC — entre autres activités — publie(des Normes internafionales,
des|Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des
Guipes (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux
trajaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut” participer. Les organ{sations
inteynationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'lEC, participent égalemgnt aux
trajaux. L’IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationalel, de Normalisation (ISO), selon des
confitions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les|décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant*donné que les Comités nationaux de I'lEC
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les| Publications de 'lEC se présentent sous la forme de.recommandations internationales et sont ggréées
conjme telles par les Comités nationaux de I'lEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin qe I'lEC
s'agsure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue responspble de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui.en est faite par un quelconque utilisateur final.

4) Dar]s le but d'encourager I'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s'engagent, dans joute la
megure possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de I'l[EC dans leurs publications nafionales
et fégionales. Toutes divergences entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) L’IHC elle-méme ne fournit aucune atiestation de conformité. Des organismes de certification indépg¢ndants
founissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accedent aux marques de
conformité de I'lEC. L’'IEC n'est(responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification
ind¢pendants.

6) Tous les utilisateurs doivents'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatig

=]

7) Aucline responsabilité/nedoit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandptaires,
y cqmpris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux dg I'lEC,
pouf tout préjudice~causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque
natdre que ce. 'sgOit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice] et les
dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'IEC ou de toutg autre
Publicationsde I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

8) L'attention”est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publfcations
réfdrencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'|[EC peuvent faire
I'objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60191-6-13 a été établie par le sous-comité 47D: Boitiers des
dispositifs a semiconducteurs, du comité d'études 47 de I'l|EC: Dispositifs & semiconducteurs.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 2007. Cette édition
constitue une révision technique.

La présente édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a
I’édition précédente:

a) La longueur et la largeur nominales du boitier BGA ont récemment été étendues
respectivement a 43 mm et 43 mm. En conséquence, six tailles de supports ont été
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ajoutées aux groupes de supports numéros 1, 2 et 3, et vingt-deux tailles de supports ont
été ajoutées au groupe de support numéro 4.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47D/878/FDIS 47D/885/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60191, présentée sous lg -titre ggnéral
Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs, peut étre consultée sur |e site
web de 'lEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas _modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstoreciec.ch” dans les donhnées
relaties a la publication recherchée. A cette date, la publication/sera

e re¢onduite,

e supprimée,
e remplacée par une édition révisée, ou

e anpendée.
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INTRODUCTION

La présente partie de I'lEC 60191 vise a normaliser les dimensions extérieures des supports
FBGA et FLGA, dont les développements sur ce domaine de pointe conduisent a des
innovations importantes, afin d’établir leur compatibilité avec les besoins de l'industrie du
montage en surface, qui connait une expansion a I'échelle mondiale, du fait de I'amélioration
des fonctionnalités et des performances des dispositifs électriques.

Afin de définir chacune des dimensions, I'objectif était d'indiquer la valeur normalisée, qui
correspond au mieux aux concepts des centres de compétence, dans le but d'améliorer les
fonctionnalités dans un environnement normalisé.
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS -

Partie 6-13: Guide de conception pour les supports sans couvercle pour

1 Dpmaine dappltication

La pnésente partie de I'lEC 60191 spécifie un guide de conception dessuppgrts a
semicpnducteurs sans couvercle pour les boitiers matriciels a billes et a pas fins, (FBGA, fine-
pitch pall grid array) et les boitiers matriciels a8 zone de contact plate et a pas fins (FLGA,
fine-pftch land grid array). En particulier, la présente partie de I'lEC 60191 ‘établit les dgssins
d'encombrement et les dimensions des supports sans couvercle d'essais et de rpdage
appliqués aux FBGA et aux FLGA.

2 Rgférences normatives

Les dpcuments suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralité [ou en
partie] dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les
références datées, seule I'édition citée s’appliquéd Pour les références non datéges, la
dernidre édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).
IEC 60191-2, Normalisation mécanique dés" dispositifs a semiconducteurs — Partie 2:
Dimensions

IEC 60191-6, Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Partie 6: Regles
générples pour la préparation des“dessins d'encombrement des boitiers pour dispoditifs a
semicpnducteurs pour montage en surface

3 Termes et définitions

Pour |les besoins . du’ présent document, les termes et les définitions de I'lEC 60191-6
s'appljquent.

4 Cpdede support

4.1 TConstruction du code de support

Un code de support est construit de la maniére suivante.

EXEMPLE

les boitiers matriciels a billes et a pas fins (FBGA) et les boitiers
matriciels a zone de contact plate et a pas fins (FLGA)

Symbole Symbole Symbole des Nombre de Pas des
du type de dimensions bornes en bornes
support support nominales réseau
4.2.1 4.2.2 4.2.4 4.2.5

2120AB 1616 080
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4.2 Symboles
4.21 Symbole des supports a semiconducteurs
Le symbole pour support doit étre exprimé en trois caractéres. Le premier caractére, “S”, se

référe au support et le reste au code du boitier. Le FBGA doit étre exprimé par les lettres “FB”,
le FLGA doit étre exprimé par “FL”.

4.2.2 Symbole du type de support

Le symbole pour le type de support doit étre exprimé en deux caractéres. Le premier
caractéere “T” se référe au type sans couvercle et le reste demeure I'option “X”. Le support de
type coquille est désigné par la lettre “C”.

4.2.3 Symbole des dimensions nominales du support

Le symbole pour les dimensions nominales doit étre exprimé en six caractéres, qui se
comp@sent de quatre caractéres numériques et de deux caractéres alphabétiques. Les quatre
premigrs caractéres numériques sont conformes aux dimensions namihales E x D qui se
référent a la largeur et a la longueur maximales applicables du boitier FBGA/FLGA.

Les dpux derniers caractéres alphabétiques se réferent a une \faille de matrice de bgse de
support, soit paire soit impaire.

Il fait féférence a une rangée de contacts impaire par laJettre “A” et a une rangée de coptacts
paire |par la lettre “B” dans l'ordre: sens de la largeur’du support puis dans le sens|de la
longug¢ur du support.

Plus grécisément, il fait référence aux lettres-*AA” dans le cas ou le nombre de rangégs est
un nofnbre impair pour le sens de la largeur'eomme celui de la longueur, “BB” dans le ¢as ou
le nombre de rangées est un nombre pair pour le sens de la largeur comme celui|de la
longuéur, “AB” dans le cas ou le nomhrede rangées est un nombre impair pour le seng de la
largeyr et un nombre pair pour le sens de la longueur et “BA” dans le cas ou le nombre de
rangéges est un nombre pair pour.de sens de la largeur et impair pour le sens de la longug¢ur.

4.2.4 Nombre de bornes ‘en réseau
Le symbole relatif au pombre de bornes en réseau doit étre exprimé par quatre caraftéres

numeériques s’appliquant’a la taille de matrice du bofitier applicable dans le sens E et dans le
sens .

4.2.5 Pas.des bornes

Le symbole relatif au pas des bornes du boitier applicable doit étre exprimé en trois
caracqéres numériques. Le signe décimal est omis.

5 Numéro de borne

Le numéro de borne est fourni de la maniére suivante lorsque le support est vu de dessus. La
rangée horizontale la plus proche du coin de l'indice lorsque l'indice est placé en haut et a
gauche est désignée par la lettre A.

Tandis que la rangée baisse, le numéro change dans l'ordre B, C, ....... AA, AB.

La rangée verticale la plus proche du coin de l'indice correspond a la borne numéro un (1). En
allant vers la droite, le numéro des rangées est porté a deux (2), trois 3), , etc. Le numéro de
borne est combiné avec ces lettres de I'alphabet et nombres et est exprimé par A1 ou B1.
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Six (6) lettres “I”, “O”, “Q”, “S”, “X” et “Z”, ne doivent pas étre utilisées en tant que symboles
pour une rangée horizontale.

6 D

imensions nominales de support

La longueur et la largeur de boftiers applicables qui s'étendent de 1,50 mm a 43,0 mm par
incréments de 0,50 mm sont divisées en dix groupes de boitiers. Les dimensions nominales
de support sont définies par la valeur la plus grande de la longueur ou de la largeur de boftier
dans chaque groupe de supports.

qu’ex(
une d

7 L

La lorn

group
Table

Dans
carrés
dimen

sions nominales de support avec incréments de 1,0 mm peuvent étre spécifiées g
eptions. La longueur et la largeur de boitier de 5,00 mm ou inférieure sontunifié
mension nominale de support.

hrgeur et longueur de support

gueur et la largeur de support sont classées en quatre groupes, du groupe un
b quatre (4), pour couvrir la différence de nombres de bornes-et de mécanisme (
hu 1).

les groupes un (1), deux (2) et trois (3) de supportsi.seul I'encombrement de su

sion nominale plus 36,0 mm, 24,0 mm et 12,0 mnrespectivement.

m, les
n tant
es en

1) au
Voir le

bports

est autorisé. La longueur et la largeur de suppert sont déterminées par la valgur de

Dans | le groupe de supports quatre (4), les”encombrements de supports carnés et
rectarjgulaires sont autorisés. La longueur et\Ja largeur de support sont déterminées |par la
valeun de dimension nominale plus 8,0 mm indépendamment dans chaque cété.
Le grpupe de supports un (1) est destiné a un boitier a nombre de bornes élevé oy a un
support de FLGA comprenant unexstructure de boitier compliqué. Les groupes de supports
deux (2) et trois (3) concernent les-supports actuellement disponibles. Le groupe de supports
quatre (4) concerne le suppertiqui doit nécessairement avoir I'encombrement le plus$ petit
possible, tel qu’un circuit intégré de mémoire.
Tableau 1 — Apercgu des différents groupes de supports
Nuréro de groupe Encombrement de Valeur ajoutée a la dimension nominale de suppoit pour
fle supports support autorisé déterminer la longueur et la largeur de suppofrt

Groupenl Carré 36,0 mm

Groupe 2 Carré 24,0 mm

f‘rr\llpn 3 Carré 1')‘(\ mm

Groupe 4 Carré ou rectangulaire 8,0 mm

8 Symboles et schémas de référence

8.1

Dessins d'encombrement

Les dessins d’encombrement du support et le diamétre des bornes sont représentés a la
Figure 1 et a la Figure 2, respectivement. L'encombrement de boitier applicabl
représenté a la Figure 3. Les dimensions hors-tout figurent dans le Tableau 2. et les

dimen

sions de supports dans les Tableau 3 et Tableau 4.

e est
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2 Indigue le plan de montagesLe+-plan de montage est défini par le plan ol le support établit un contact avec sa
surface de montage.
b Stigule la position géametrique vraie des bornes.

¢ Indigue la tolérance“de localisation du repére. Il convient de situer complétement le repére dans la zone
omBbrée.

Figure 1 — Dessins d’encombrement du support
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Vue des fleches

1EC

a8 Le fiameétre de la borne est défini comme le diametre maximal d’un cercle circonscrit autour d’'une
horizontale de la borne depuis le plan de montage.

section

Figure 2 — Dessins d'encombrement liés a la détermination du diamétre des bornes
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Figure 3 — Encombrement de boitier applicable



https://iecnorm.com/api/?name=d64fdd8bdbbccdca92ccac72644b4d29

IEC 60191-6-13:2016 © IEC 2016 - 29 -

8.2 Symboles et schémas de référence de la configuration de montage de support
recommandée sur carte de circuit imprimé

Le dessin de la configuration de montage de support recommandée sur une carte de circuit

imprimé est représenté a la Figure 4 pour référence lors de la conception de la carte de
circuit imprimé. Voir le Tableau 5 concernant les dimensions recommandées.
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NOTE [L'indice ¢p»iindique la dimension projetée. Par exemple, Lp est reconnu automatiquement comme gtant la
dimens|on projetée”"L" par rapport au plan de base.

Figure 4 — Configuration de montage de support
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Dimensions hors-tout
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Les dimensions hors-tout de support figurent dans le Tableau 2. Chaque symbole de
référence est représenté a la Figure 1 et a la Figure 2.

Tableau 2 — Dimensions hors-tout (7 sur 2)

d’alignement dans
le sens W (largeur)
(a l'intérieur)

Groupe 4: Aucune broche

Stipulati Valeur
Nom Symbole de fpufations recommandée | Supplé-
référence mm ment
mm
Dimensions. E D Cette valeur est fondée sur les dimensions = Tableau 3,
nomingles de nominales de FBGA et FLGA compatibles avec Tableau 4
suppolit le support.
Longu¢ur de L Longueur de support: L nominale définie. - Tableau 3,
suppolit L = W (le groupe 4 est I’exception.) Tablpau 4
Largeyr de support w Largeur de support: W nominale définie = Tablpau 3,
W =L (le groupe 4 est I'’exception.) Tablpau 4
Hautedr de A A max = 22,0 -
suppoit
Hautedr en fin de A1 A1 max = 16,0 14,0
course
13,5
Hautedr de plan A, A, max = 14,0 9,7
d'appu
pp 8,2
Pas erjtre bornes e=0,80 e=0,65 e=0,50{ e=0,40 -
Longu¢ur de A3 A3 =0,7a6,3 -
bornes
Diaméfre des b Dimension maximale de la section transversale -
borneg de borne
e @b max
0,80 0,28
0,65 0,21
0,50 0,20
0,40 0,19
Nombrle de n, n, =0, 2,3, 4 (un quelconque étant a -
brochds sélectionner)
d’alignement
(a l'intgrieur)
Nombre de n, n, =0, 2, 3, 4 (un quelconque étant a -
brochgs sélectionner)
d’alignement
(a I'extérieur)
Longueur des F Fmin = 1,0 -
broches
d'alignement
Distance entre S 4 Groupes 1, 2, 3: Dimension nominale de - Tableau 3,
broches support plus 5,0 Tableau 4
d’alignement dans )
le sens L Groupe 4: Aucune broche
(longueur) (a
I'intérieur)
Distance entre Swi Groupes 1, 2, 3: Dimension nominale de - Tableau 3,
broches support plus 5,0 Tableau 4
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